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(57) Hauptanspruch: Mehrfarben-lichtemittierende-Dioden- 
(LED)-Pixelvorrichtung für eine Anzeigetafel, die Folgendes 
umfasst:
ein Substrat an einem Boden;
eine erste LED-Struktur, die konfiguriert ist, eine erste Farbe 
zu emittieren, mit nur einer ersten lichtemittierenden Schicht 
über dem Substrat;
eine zweite LED-Struktur über der ersten LED-Struktur, die 
konfiguriert ist, eine zweite Farbe zu emittieren, mit der ers
ten lichtemittierenden Schicht und einer zweiten lichtemit
tierenden Schicht, wobei die zweite lichtemittierende Schicht 
über der ersten lichtemittierenden Schicht liegt; wobei:
die erste lichtemittierende Schicht eine Schicht des zweiten 
Typs und eine Schicht des ersten Typs umfasst, und die 
Schicht des ersten Typs der ersten lichtemittierenden 
Schicht über der Schicht des zweiten Typs der ersten licht
emittierenden Schicht liegt; und,
die zweite lichtemittierende Schicht eine Schicht eines ers
ten Typs und eine Schicht eines zweiten Typs umfasst, und 
die Schicht des zweiten Typs der zweiten lichtemittierenden 
Schicht über der Schicht des ersten Typs der zweiten licht
emittierenden Schicht liegt.



Patentansprüche

1. Mehrfarben-lichtemittierende-Dioden-(LED)- 
Pixelvorrichtung für eine Anzeigetafel, die Folgen
des umfasst: 
ein Substrat an einem Boden; 
eine erste LED-Struktur, die konfiguriert ist, eine 
erste Farbe zu emittieren, mit nur einer ersten licht
emittierenden Schicht über dem Substrat; 
eine zweite LED-Struktur über der ersten LED- 
Struktur, die konfiguriert ist, eine zweite Farbe zu 
emittieren, mit der ersten lichtemittierenden Schicht 
und einer zweiten lichtemittierenden Schicht, wobei 
die zweite lichtemittierende Schicht über der ersten 
lichtemittierenden Schicht liegt; wobei: 
die erste lichtemittierende Schicht eine Schicht des 
zweiten Typs und eine Schicht des ersten Typs 
umfasst, und die Schicht des ersten Typs der ersten 
lichtemittierenden Schicht über der Schicht des 
zweiten Typs der ersten lichtemittierenden Schicht 
liegt; und, 
die zweite lichtemittierende Schicht eine Schicht 
eines ersten Typs und eine Schicht eines zweiten 
Typs umfasst, und die Schicht des zweiten Typs 
der zweiten lichtemittierenden Schicht über der 
Schicht des ersten Typs der zweiten lichtemittieren
den Schicht liegt.

2. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 1 ferner umfassend eine dritte LED-Struk
tur, die konfiguriert ist, sie eine dritte Farbe zu emit
tieren, und die die erste lichtemittierende Schicht, 
die zweite lichtemittierende Schicht und eine dritte 
lichtemittierende Schicht aufweist, wobei: 
die zweite lichtemittierende Schicht über der ersten 
lichtemittierenden Schicht liegt, und die dritte licht
emittierende Schicht über der zweiten lichtemittier
enden Schicht liegt, und 
die dritte lichtemittierende Schicht eine Schicht 
eines ersten Typs und eine Schicht eines zweiten 
Typs umfasst, und die Schicht des zweiten Typs 
der dritten lichtemittierenden Schicht über der 
Schicht des ersten Typs der dritten lichtemittieren
den Schicht liegt.

3. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 2, wobei jede der ersten, zweiten und drit
ten lichtemittierenden Schichten einen jeweiligen 
PN-Übergang enthält und jede der Schichten des 
ersten Typs eine P-Typ-Schicht des jeweiligen PN- 
Übergangs ist und jede der Schichten des zweiten 
Typs eine N-Typ-Schicht des jeweiligen PN-Über
gangs ist.

4. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 2, wobei jede der ersten, zweiten und drit
ten lichtemittierenden Schichten einen jeweiligen 
PN-Übergang enthält und jede der Schichten des 
ersten Typs eine N-Typ-Schicht des jeweiligen PN- 
Übergangs ist und jede der Schichten des zweiten 

Typs eine P-Typ-Schicht des jeweiligen PN-Über
gangs ist.

5. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 4, wobei 
das Substrat ein IC-Substrat ist und die mehrfarbige 
LED-Pixelvorrichtung auf dem IC-Substrat ausgebil
det ist; 
die Schicht des ersten Typs der ersten lichtemittier
enden Schicht in der ersten LED-Struktur mit einer 
ersten Elektrode elektrisch mit dem IC-Substrat ver
bunden ist; 
die Schicht des ersten Typs der zweiten lichtemittier
enden Schicht in der zweiten LED-Struktur mit einer 
zweiten Elektrode elektrisch mit dem IC-Substrat 
verbunden ist; und 
eine obere transparente leitende Schicht die Mehr
farben-LED-Pixelvorrichtung bedeckt und die 
Schicht zweiten Typs der ersten lichtemittierenden 
Schicht der ersten LED-Struktur und die Schicht 
zweiten Typs der zweiten lichtemittierenden Schicht 
der zweiten LED-Struktur kontaktiert.

6. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 5, wobei 
die Schicht des ersten Typs der dritten lichtemittier
enden Schicht in der dritten LED-Struktur mit einer 
dritten Elektrode elektrisch mit dem IC-Substrat ver
bunden ist; und 
die obere transparente leitende Schicht die zweite 
Art von Schicht der dritten lichtemittierenden Schicht 
der dritten LED-Struktur kontaktiert.

7. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 5, wobei eine Isolierschicht zwischen der 
oberen transparenten leitenden Schicht und einer 
Oberfläche der Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung 
ausgebildet ist.

8. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 5, wobei eine erste Verbindungsschicht 
zwischen dem IC-Substrat und der ersten lichtemit
tierenden Schicht und eine zweite Verbindungs
schicht zwischen der ersten lichtemittierenden 
Schicht und der zweiten lichtemittierenden Schicht 
ausgebildet ist.

9. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 8, wobei eine dritte Verbindungsschicht 
zwischen der zweiten lichtemittierenden Schicht 
und der dritten lichtemittierenden Schicht ausgebil
det ist.

10. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 8, wobei eine dielektrische Schicht zwi
schen der ersten Verbindungsschicht und der ersten 
lichtemittierenden Schicht ausgebildet ist.

11. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 8, wobei die zweite Elektrode in der zwei
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ten LED-Struktur die erste Verbindungsschicht und 
die zweite Verbindungsschicht elektrisch kontaktiert.

12. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 9, wobei eine Elektrode in der dritten 
LED-Struktur die erste Verbindungsschicht, die 
zweite Verbindungsschicht und die dritte Verbin
dungsschicht elektrisch kontaktiert.

13. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 7, wobei 
die Schicht des zweiten Typs einen Vorsprung auf
weist, der sich horizontal außerhalb der Schicht des 
ersten Typs in der ersten LED-Struktur erstreckt, 
eine Öffnung in der Isolierschicht gebildet ist, die 
den Vorsprung bedeckt, und 
die obere transparente leitfähige Schicht in der Öff
nung des Vorsprungs aufgebracht ist.

14. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 5, wobei, 
ein erstes Ende der ersten Elektrode in der ersten 
LED-Struktur eine obere Oberfläche der Schicht des 
ersten Typs der ersten lichtemittierenden Schicht 
berührt, und ein zweites Ende der ersten Elektrode 
das IC-Substrat berührt; 
die obere transparente leitfähige Schicht berührt die 
zweite Art von Schicht der ersten lichtemittierenden 
Schicht in der ersten LED-Struktur; 
ein erstes Ende der zweiten Elektrode in der zweiten 
LED-Struktur einen Boden der Schicht des ersten 
Typs in der zweiten lichtemittierenden Schicht elekt
risch verbindet, ein zweites Ende der zweiten Elekt
rode das IC-Substrat berührt und eine Seitenwand 
der zweiten Elektrode eine Seitenwand der ersten 
lichtemittierenden Schicht in der zweiten LED-Struk
tur kontaktiert; und 
die obere transparente leitende Schicht eine obere 
Oberfläche der zweiten Art von Schicht in der zwei
ten lichtemittierenden Schicht berührt.

15. Mehrfarben-LED-Pixelvorrichtung nach 
Anspruch 6, wobei 
ein erstes Ende der dritten Elektrode in der dritten 
LED-Struktur einen Boden der Schicht des ersten 
Typs in der dritten lichtemittierenden Schicht elekt
risch verbindet, ein zweites Ende der dritten Elekt
rode das IC-Substrat berührt und eine Seitenwand 
der dritten Elektrode Seitenwände der zweiten licht
emittierenden Schicht und der ersten lichtemittieren
den Schicht in der dritten LED-Struktur kontaktiert; 
und 
die obere transparente leitende Schicht eine obere 
Oberfläche einer Schicht zweiter Art in der dritten 
lichtemittierenden Schicht berührt.

16. Verfahren zur Herstellung einer Mehrfarben- 
lichtemittierende-Dioden-(LED)-Pixelvorrichtung für 
eine Anzeigetafel, umfassend: 
Bereitstellung eines ersten Substrats, 

Herstellung einer ersten LED-Licht emittierenden 
Schicht auf dem ersten Substrat, 
Bereitstellung eines zweiten Substrats, 
Herstellung einer zweiten LED-Licht emittierenden 
Schicht auf dem zweiten Substrat, 
Verbinden der ersten LED-Licht emittierenden 
Schicht und der zweiten LED-Licht emittierenden 
Schicht mit einer ersten Metallverbindungsschicht, 
Entfernen des zweiten Substrats, 
Bereitstellung eines dritten Substrats, 
Herstellung einer dritten LED-Licht emittierenden 
Schicht auf dem dritten Substrat, 
Verbinden der zweiten LED-Licht emittierenden 
Schicht und der dritten LED-Licht emittierenden 
Schicht mit einer zweiten Metallverbindungsschicht, 
Entfernen des ersten Substrats, 
Entfernen des dritten Substrats, und 
Verbinden der ersten LED-Licht emittierenden 
Schicht und eines vierten Substrats mit integrierter 
Schaltung (IC) mit einer dritten Metallverbindungs
schicht.

17. Verfahren zur Herstellung der Mehrfarben- 
LED-Pixelvorrichtung nach Anspruch 16, das ferner 
umfasst: 
nach dem Entfernen des ersten Substrats, Herstel
len einer dielektrischen Schicht auf der ersten licht
emittierenden LED-Schicht, wobei eine Stelle der 
dielektrischen Schicht zwischen der ersten lichtemit
tierenden LED-Schicht und der dritten Metallbin
dungsschicht liegt.

18. Verfahren zur Herstellung der Mehrfarben- 
LED-Pixelvorrichtung nach einem der Ansprüche 
16 bis 17, ferner umfassend: 
Strukturierung einer ersten LED-Struktur unter Ver
wendung der ersten lichtemittierenden LED-Schicht, 
während die zweite und die dritte lichtemittierende 
LED-Schicht entfernt werden, 
Strukturieren einer zweiten LED-Struktur unter Ver
wendung der ersten und der zweiten lichtemittieren
den LED-Schicht, während die dritte lichtemittie
rende LED-Schicht entfernt wird, und 
Strukturierung einer dritten LED-Struktur unter Ver
wendung der ersten, der zweiten und der dritten 
lichtemittierenden LED-Schicht.

19. Verfahren zur Herstellung der Mehrfarben- 
LED-Pixelvorrichtung nach Anspruch 18, ferner 
umfassend: 
Abscheiden einer ersten Elektrode, um einen ersten 
P-Typ-Bereich der ersten LED-Licht emittierenden 
Schicht mit dem IC auf dem vierten Substrat in der 
ersten LED-Struktur elektrisch zu verbinden, 
Abscheiden einer zweiten Elektrode, um einen zwei
ten P-Typ-Bereich der zweiten LED-Licht emittieren
den Schicht mit dem IC auf dem vierten Substrat in 
der zweiten LED-Struktur elektrisch zu verbinden, 
Abscheiden einer dritten Elektrode, um einen dritten 
P-Typ-Bereich der dritten lichtemittierenden LED- 
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Schicht mit dem IC auf dem vierten Substrat in der 
dritten LED-Struktur elektrisch zu verbinden, und 
Abscheiden einer gemeinsamen Elektrode, um 
einen ersten N-Typ-Bereich der ersten lichtemittier
enden LED-Schicht in der ersten LED-Struktur, 
einen zweiten N-Typ-Bereich der zweiten lichtemit
tierenden LED-Schicht in der zweiten LED-Struktur 
und einen dritten N-Typ-Bereich der dritten lichtemit
tierenden LED-Schicht in der dritten LED-Struktur 
mit einer Masse elektrisch zu verbinden.

20. Verfahren zur Herstellung der Mehrfarben- 
LED-Pixelvorrichtung nach Anspruch 19, wobei: 
der erste P-Typ-Bereich sich auf einer oberen 
Schicht der ersten lichtemittierenden LED-Schicht 
und der erste N-Typ-Bereich befindet sich auf einer 
unteren Schicht der ersten lichtemittierenden LED- 
Schicht befindet, 
der zweite P-Typ-Bereich sich auf einer unteren 
Schicht der zweiten lichtemittierenden LED-Schicht 
befindet und der zweite N-Typ-Bereich sich auf einer 
oberen Schicht der zweiten lichtemittierenden LED- 
Schicht befindet, und 
der dritte P-Typ-Bereich sich auf einer unteren 
Schicht der dritten lichtemittierenden LED-Schicht 
befindet und der dritte N-Typ-Bereich sich auf einer 
oberen Schicht der dritten lichtemittierenden LED- 
Schicht befindet.
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